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Abstract of DE1 991 5765 
Interconnection between semiconductor chip (3) 
and antenna (5) in thermoplastics body is made via 
connecting wires (7) and/or additional components 
such as capacitors. Thermoplastic body is single 
piece of thermoplastic film (1 ). Semiconductor chip 
and additional components are placed completely 
within cavity (8) preformed in film. Antenna and 
connecting wires are pressed Into thenmoplastic 
film. Electrically insulating varnish is applied to 
electrically conductive components (3,4). Cavity is 
created by milling or thermoplast-ablation using 
laser. An Independent claim is included for a 
contactless transponder. 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Kontaktloser Transponder und Verfahren zu seiner Herstellung 

@ Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen kon- 
taktlosen Transponder und ein Verfahren zu seiner Her- 
stellung anzugeben, der nur eine sehr geringe Dicke auf- 
weist, der mit gerlngem Material- und Fertigungsauf- 
wand herstellbar 1st eine hohe Funktionssicherheft und 
Designqualitat aufweist und der zur Weiterverarbeitung 
mit Etikettierautomaten, Ticketvendig-Maschinen und zur 
manuellen Ausgabe und Kontrolle geeignet ist 
Erfindungsgemaf^ geitngt die Losung der Aufgabe da- 
durch, da(^ als thermoplastischer Korper eine einteilige 
thermoplastische Folie {1} verwendet wird, in die das 
Halbletterchip (3) und die Zusatzbauelemente (4) von el- 
ner Flachenseite der Folie (1) her m je eine In der Folie (1) 
vorgeformte Kavitat (8) vollstandig eingesetzt werden 
und die Antenne (5) und Verbindungsleitungen (7) von 
■ mindestens einer Flachenseite her in die thermoplasti- 
, sche Folie {1) eingepref^t werden und dalS derthermopla- 
I stische Korper aus einer einteiligen thermoplastischen 
Folie (1) besteht und das Halbleiterchtp (3) und gegebe> 
nenfatis Zusatzbauelemente (4) von einer Ftachensette 
der Folie 0) her in je eine in der Folie (1) vorgeformte Ka- 
vitat (8) vollstandig eingesetzt sind und die Antenne (5) 
und Verbindungsleitungen (7) mindestens von einer Fla- 
chenseite der Folie (1) her in die thermoplastische Folie 
(1) eingepreSt sind. 

Die Erfindung betrlfft einen kontaktlosen Transponder 
und ein Verfahren zu seiner Herstellung, bei dem in einem 
thermoplastischen Korper elektronische Bauteile in ... 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen kontaktlosen TVansponder 
und ein Verfahren zu seiner Herslellung, bei dem in einem 
thermoplaslischen Korper elektronische Bauleiie in Form 5 
von Halbleiterchip und Anlenne zusammengeschaltet wer- 
den, wobei die Zusammenschaltung gegebenenfalls Verbin- 
dungsleitungen und/oder weitere Zusatzbauelemente wie 
Kondensatoren und dergleichen enthalt. 

Die Erfindung findet vorzugsweise Anwendung bei der lO 
Herstellung dUnner kontakdoser IVansponder, wie Chipkar- 
ten, Tickets, Etikelten, lYansportgutkennzeichnungen and 
dergleichen. 

Im Stand der Technik sind verschiedene Verfahren zur 
Herstellung dunner Transponder bekannt. 15 

tibliche Verfahren sind dabei das ein- oder beidseitige 
Aufbringen von Leiterziigen auf eine Folie sowie Versuche 
die Leiterkarten, in denen die eleku^onischen Bauelemente 
integriert werden, mit herkommlichen Mitteln immer diin- 
ner zu machen. Hierzu ist es erforderlich die Chip- bzw. Mo- 20 
duldicke sowie die zu laminierenden Folienschichtdicken 
inuner weiter zu verringem. 

Als Nachteile ergeben sich dabei hohe Kosten sowie das 
Erfordernis, einen nachu^glichen Schutz der Leiteiziige 
auszufiihren ohne das damit ein optimales Design erreicbt 2S 
wird, weil die Leiterzuge immer sichtbar bleiben. 

AuBerdem ist die Herstellung mit hohen Montagekosten 
und Laminierkosten verbunden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde einen kontakt- 
losen Transponder und ein Verfahren zu seiner Herstellung 30 
anzugeben, der nur eine sehr geringe Dicke aufweist, der mit 
geringem Material- und Fertigungsaufwand herstellbar ist, 
eine hohe Funktionssicherheit und Designqualitat aufweist 
und der zur Weiterveraibeitung mit Etikettierautomaten, 
Tickelvending-Maschinen und zur manuellen Ausgabe und 35 
Kontrolle geeignet ist. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB mit den kennzeich- 
nenden Merkmalen der Patentanspriiche 1 und 14 geldst. 

Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprii- 
chen angegeben. 40 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren werden in eine 
einteilige thermoplasdsche Folie das Halbleiterchip und ggf. 
Zusatzbauelemente von einer Flachenseite der Folie her in 
je eine vorgeformte Kavitat vollstandig eingesetzt und die 
ubrigen elektronischen Bauelemente von mindestens einer 45 
Rachenseite her in die thermoplasdsche Folie eingepreBt, 
wobei es vorteilhaft ist, auf die elekUisch leitenden Bauteile 
mindestens partiell Elektroisolierlack aufzubringen. 

Die Erfindung ermoglicht die Herstellung glatter, ebener, 
sehr dUnner IVansponder mit dner Dicke von ca. 50 
150 .. . 3(X) pm. Als besonders vorteilhaft ist dabei anzuse- 
hen, daB alle Elemente vollstandig in der TVanspondertra- 
gerfolie eingeschlossen und geschiitzt sind, so daB eine opti- 
male Funktionssicherheit gewahrleistet werden kann. 

Der erfindungsgemaBe FolienU-ansponder laBt sich mit 55 
einfachen Mittehi farblich ausstatten und bedrucken. \for- 
teilhaft ist femer, daB in einfacher Weise, z. B. durch das 
Aufbringen von Pragemerkmalen, eine hohe Sicherheit ge- 
gen FalschuDgen erceicht werden kann. 

Es ergeben sich dariiber hinaus optimale Weiterverarbei- 60 
tungsmoglichkeiten, da der erfindungsgemaBe IVansponder 
in Streifenform auf Rollen oder als Leporelloveipackung 
transportiert werden kann. Dabei ist auch vorteilhaft, daB 
die Verarbeitungstechniken der bisher ublichen Ticket/Eti- 
kettenverarbeitung sich zumindest teilweise nutzen lassen. 65 
Fur den Kunden bleibt in Dicke und Erscheinungsbild na- 
hezu das bisher bekannte Ttcketaussehen erhalten. 

Weil nur eine Folie benotigt wird, ist keio Laminieren er- 
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forderlich. Durch das erfindungsgemaBe Einpressen der An- 
tenne entsteht ein ebener Karteiikdrper unabhSngig davon, 
welches Antennenmataial verwendet wird. Es bestehen ein- 
fache Moglichkeiten fUr das Einsetzen des Chips und ggf. 
Zusatzbauelemente in die Kavitaten, wobei die Bauele- 
mente des Transponders sicher vor BeruhrungskurzschluB 
oder KuizschluB durch Nasse, RngerschweiB etc. geschiitzt 
sind. 

Das Chip kann in die Kavitat eingeklebt werden, wobei 
eine sehr geringe Resdochdicke (< 40 pm) eingehalten wer- 
den kann, so dafi eine sehr geringe Kartendicke erreicht wer- 
den kann. Das Chip kann femer von einer Flachenseite des 
Transponders her durch Hiermoplast und Kleber geschiitzt 
werdra, ohne daB diese vor ihrem Aush^n durch eventu- 
elle Duichbruche der Folie durchlaufen und daB GieBharz 
die Maschinenfuhrungen verschmutzt. 

Das Einpressen der Antenne kann mit thermischer Unter- 
stiitzung erfolgen und/oder durch gleichzeitiges Aufbringen 
von Ultraschallschwingungen in PreBrichtung unterstutzt 
werden. Damit wird eine schonende und schnelle Bearbei- 
tung gewahrleistet, die eine starke Glattung derTransponde- 
roberflache bewirkt, ohne daB die Folie mechanisch oder 
thermisch stark belastet wird. Auf die Folie konnen beim 
Einpressen Oberfl^chenstrukturen, vne zum Beispiel Ober- 
fiachenrauheitsunterschiede, Hefpragungen oder Marken- 
zeichen gepragt werden, mit denen beispielsweise optische 
Unterscheidungsmoglichkeiten fur die Folientransponder, 
FalschungsschutzmaBnahmen oder eine Verbesserung der 
Griffigkeit erreicht werden. 

Besonders vorteilhaft ist femer, daB die elekux)nischen 
Bauelemente mit einem UV-hartenden Kleber befestigt wer- 
den konnen, wahrend bei den bekannten Ausfiihrungen das 
nicht moglich ist, weil die SubsU^tfolie oder das Chip die 
UV-Strahlung enlweder reflektieren oder absorbieren und 
der Kleber unter dem Chip nicht ausharten kann. Bei der er- 
findungsgemaBen Anordnung kann dagegen infolge der ge- 
ringen Restdicke der Folie im Bereich der Kavitat genugend 
UV-Strahlimg von der Folienriickseite zur Kieberschicht ge- 
langen und die Kleber/Harze konnen gleichzeitig von bei- 
den Folienseiten mit UV-Strahlung ausgehartet werden. 

Durch das Anbringen von eleklrisch isolierendem GieB- 
harz in der Kavitat bzw. auf das Chip liegen das Chip und 
gegebenenfalls die Zusatzbauelemente vollstandig in me- 
chanisch und eleklrisch schiitzendem Isoliermaterial, wel- 
ches gleichzeitig gegen Feuchte schUtzt. Femer ist vorteil- 
haft, daB sich das Isoliermaterial gleichzeitig mit dem Ther- 
moplast verbindet und das Chip und ggf. Zusatzbauele- 
mente in der Folie befestigt 

VDrteilhaft ist femer, dafi mittels Laserstrahlung zumin- 
dest imn Kavitatsbereich die Folienoberfiachen farblich so 
ver^dert werden, dafi sie abschattende oder licbtundurcb- 
lassige Eigenschaften erhalten. Ebenso vorteilhaft ist es zu- 
mindest im Kavitatsbereich die Folienoberfiachen und ggf. 
die GieBharze mittels lichtabschattendem oder lichtun- 
durchlassigem Lack zu bedrucken. Durch diese MaBnahme 
behalten die TVansponder ihre Funktion auch unter starker 
Lichteinwirkung, wahrend die Lichteinwirkung sons! die 
Chipfunktion durch Erhohung aller Sperrstrome bzw. Ver- 
anderung der Ladungstragergenerauon stark beeinU^chdgen 
Oder unmogiich machen wiirde. Das Aufbringen einer lich- 
tundurchlassigen Schicht durch Drucken ist einfach, tragi 
aber Material auf und erhaht deshalb die IVansponderdicke 
um etwa 10 pm. Das Erzeugen einer abschattenden oder 
lichtundurchlassigen Schicht mit dem Laserverfahren ist 
zwar schwieriger, tragt aber nicht auf, 

Der Transponder kann auch mindestens einseitig mit 
Druckfarbe beschichtet oder auf einer Seite mindestens par- 
tiell mit einer thermodruckf^igen Schicht veisehen wer- 
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den, wodurch eine Verbesserung des Design erreichl wird. 
Dabei ist vorteilhaft, dafi weiteres Bedrucken durch den An- 
wender mil sehr einfachen Druckem mdglich ist, so dafi die 
Transponder beim Anwender mil einem Datum, Hinweisen 
und individuellen Chiffren oder weiteren Kennzeichnungen S 
versehen werden konnen. 

Die Erfindung wird im Folgendem anhand eines Ausfiih- 
rungsbeispiels naher erlautert werden. In den zugehorigen 
Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 einen Ausschnitt aus einem Folientransponderband lO 
mit subtraktiv erzeugter Antenne in der Draufsicht, 

Fig. 2 einen Querschnitt durch das Folienband nach dem 
Einkieben und Kontaktieren des Halbleiterchips, 

Fig. 3 einen Querschnitt durch die Anordnung nach dem 
Planieren des Folientransponders, is 

Fig. 4 einen Querschnitt nach dem VergieBen des Chips in 
der Kavitat und 

Fig. 5 eine Draufsicht auf einen Folientransponder im ge- 
slanzten Folienband 

In Fig. 1 ist eine 250 ^m dicke PVC-Folie 1 in der Breite 20 
von 60 mm als endloses Folienband 21 ausgefiihrt. Auf dem 
Folienband 21 befinden sich FolienU^nsponder 2 mit sub- 
U-aktiv hergestellten spulenformigen Antennen 5 aus Kup- 
fer. Die Enden der Antennen 5 sind als Kontaktierfiachen 20 
ausgefiihrt. Im Bereich der Kontaktierfiachen 20 weichen 25 
die ^ndungen der Antennen 5 auseinander. Zwischen dem 
inneren Wmdungen der Antennen 5 sind zwd jeweils 
210... 220 pm tiefe Kavitaten 8 mittels Frasen einge- 
bracht. Sie dienen der kiinftigen Aufhahme eines Halbleiter- 
chips 3 und eines Kondensators 4. Die Wndungen der An- 30 
lennen 5 sind im Bereich zwischen den Konlaktierflachen 
20 und der Kavitat 8 mil einer temperalur- und druckfesten 
elektrischen Isolierschicht 19 bedeckt. In Randnahe des Fo- 
lienbandes 21 befinden sich Transportlocher 18, mit denen 
die der exakte Vorschub bzw. die exakte Arbeitslage des Fo- 35 
lienbandes 21 wahrend der Herstellung und Weiterverarbei- 
tung der lYansponder 2 gewahrleistet wird. 

Die in Fig. 2 dargestellte Anordnung zeigtein mittels UV- 
h^baren, dUnnflussigen Chipkleber 10 auf dem Boden der 
Kavitat 8 eingeklebtes Halbleiterchip 3. Das Halbleiterchip 40 
3 weist in diesem Beispiel eine Dicke von 140 fim auf und 
die Dicke des Klebers 10 betragt 10 \im. Die sehr diinne 
Restdicke 12 der Folic 1 ermoglicht es, den Chipkleber 10 
ven der Unterseite 22 der Folic her mittels UV-Licht auszu- 
harten. Mittels bandchenformiger Verbindungsleitungen 7, 45 
die einerseits mit den AnschluB-Pads auf der Halbleiterchip- 
oberflache 13 und andererseits mit den Kontaktierfiachen 20 
der Antenne 5 Kontaktstellen 6 bilden, sind das Halbleiter- 
chip 3 und die Antenne 5 elektrisch leitend veibunden. Die 
Verbindungsieitung 7 ftihrt uber den Rand der Kavitat 8 und 50 
iiber die mit der Isolierschicht 19 bedeckte Antennenwin- 
dung 5. 

Fig. 3 zeigt die oben beschriebene Anordnung im Zustand 
nach dem Planieren der Oberseite 9 der Folic 1 bzw. nach 
dem Eindriicken der auf der Folie 1 angebrachten Antenne 5 55 
und der Verbindungsleitungen 7. Das Planieren erfolgt im 
Beispiel bei einer Temperalur des Planierstempels und des 
AmboB von SO'^C bei gleichzeitigem PreBdruck vom Pla- 
nierstempel auf die Folienoberseite 9 und vom AmboB auf 
die Folienunterseite 22. Dabei wirken gleichzeitig vertikale 60 
Ultraschallschwingungen durch den Planierstempei auf die 
Folienoberseite 9 ein. Die OberflSchen 9; 22 der Folien 1 
sind eben und die Settenwande der Kavitat 8 deformiert. 

In Fig. 4 isl ein Zustand dargestelU, bei dem das in die 
Kavitat 8 der Folie 1 eingeklebte Halbleiterchip 3 zunachst 65 
mittels GieBharz 11 so veigossen wird, daB die Kavitat 8 
vollstandig ausgefuUt und die in der Kavitat 8 verlaufenden 
Verbindungsleitungen 7 ebenfalis voUst^dig mit GieBharz 
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11 Uberdeckt sind. Dabei bildet das GieBharz 11 eine nahezu 
ebene Flache mit der Folienoberseite 9. Das GieBharz 11 
wird anschlieBend mit ultravioletter Impuisstrahlung gehSr- 
tet. Die Folienoberseite 9 ist danach mit einer ca. 10 fim dik- 
ken schwarzen lichtundurchlassigen Schicht 14 im Bereich 
iiber der Kavitat 8 bedruckt worden, urn storendes Licht na- 
hezu vollstandig von der Halbleiterchipoberflache 13 fem- 
zuhalten. Die Folienunterseite 22 im Bereich unterhalb der 
Kavitat 8 ist durch LaserbesU^lung geschwarzt worden, 
urn ebenfalis zu verhindem, daB Licht durch die farbumge- 
wandelle Folienschicht 16 in die Folie 1 eintritt und durch 
Lichtleitung und/oder Reflektion auf die Halbteiterchip- 
oberflSche 13 gelangt. Der Folientransponder 2 ist nunmehr 
funktions- bzw. priiffahig. AnschlieBend wurde das Folien- 
band 21 mit den darauf befindlichen Fblientranspondem 2 
mittels Farbwalzen beidseitig mit Druckfarben 17 beschich- 
tet. Fur die Druckfarben 17 sowie als Farbe fur die lichtun- 
durchlassige Schicht 14 wurden elekuisch isolierende Far- 
ben verwendet. 

Fig, 5 zeigt das' Folienband 21 nach dem Konturieren der 
Fohenlransponder 2 mittels Stanzschnitt. Zwei ca. 1 mm 
breite und 0,5 mm lange Zwischenstege 15 verbinden die 
einzelnen FolienU-ansponder 2 zu einem zum Leporello falt- 
baren oder zu einer Rolle aufroUbaren Folienband 21. Unter 
der ebenen Druckfarbenbeschichtung 17 sind lediglich ge- 
ringe Konmren des Flachenrandes der lichtundurchlassigen 
Schicht 14 und gegebenenfalls der Antenne 5 zu sehen. 

Bezugszeichenliste 

1 Folie 

2 Folientransponder, Transponder 

3 Halbleiterchip 

4 Passives elekUronisches Bauelement; Kondensator, Zu- 
satzbauelement 

5 Antenne 

6 KontaktsteUe 

7 Verbindungsieitung 

8 Kavitat 

9 Oberseite der Folie 

10 Kleber 

11 GieBharz; Elektroisolierlack 

12 Restdicke 

13 Oberflache des Halbleiterchip 

14 lichtundurchlassige Schicht 

15 Zwischensteg 

16 farbumgewandelte Folienschicht 

17 Druckfarbenbeschichtung 
ISTransportloch 

19 Isolierschicht 
20KontaktierllMche 

21 Folienband 

22 Unterseite der Folie 

PatentansprQcbe 

1. Verfahren ztur Herstellung kontaktloser TYanspon- 
der, bei dem in einem thermoplastischen Korper elek- 
troniscbe Bauteile in Fbim von Halbleiterchip (3) und 
Antenne (5) zusammengeschaltet werden, wobei die 
Zusammenschaltung gegebenenfalls Verbindungslei- 
tungen (7) und/oda weitere Zusatzbauelemente (4), 
wie Kondensatoren und deigleichen, enthalt, dadurch 
gekennzeichnet, daB als thermoplaslischer Korper 
eine einteilige thermoplastische Folie (1) verwendet 
wird, in die das Halbleiterchip (3) und die Zusatzbau- 
elemente (4) von einer R^chenseite der Folie (1) her in 
je eine in der Folie (1) voigeformte KavitMt (8) voU- 
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st^dig eingesetzt werden und die Antenne (5) und 
Verbindungsleitungcn (7) von mindestens einer Ha- 
chenseite her in die thermoplasdsche Folie (1) einge- 
preBt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 5 
net, daB auf die elektrisch leilenden Bauteile (3; 4) 
mindestens pardell Elektroisolierlack (11) aufgebracht 
wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dal3 die in der Folie (1) angebrachten Kavita- lO 
ten (8) durch Frasen erzeugt werden, 

4. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
den AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, dafi die Kavi- 
taten (8) durch laserbewirkte Hiermoplastablation er- 
zeugt werden, 15 

5. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Ein- 
pressen von Antenne (5) und Verbindungsleitungcn (7) 
mit thermischer Unterstutzung erfolgt. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 20 
net, daB das Einpressen durch gleichzeitiges Aufbrin- 
gen von Ultraschallschwingungen in Prefirichtung un- 
terstutzt wird. 

7. Verfahren nach mindestens einem der vorheigehen- 
den Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, daB auf die 25 
Folie (1) beim Einpressen Oberfl^chenstrukturen ge- 
pragt werden. 

8. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB minde- 
stens auf der ElektroisoUerlackschicht (11) uber der ak- 30 
liven Halbleiteroberflache eine lichtundurchlassige 
Schicht (14) erzeugt wird. 

9. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB als lich- 
tundurchlassige Schicht (14) eine elektrisch isolierende 35 
schwarze Farbschicht aufgednickt wird. 

10. Verfahren nach einem der vorheigehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die lichtun- 
durchlassige Schicht (16) durch Farbumwandlung der 
eines Teils der Folienoberflache (9; 22) unter oder ne- 40 
ben der Kavitat (8) mittels Laserstrahlung erzeugt 
wird. 

11. Verfahren nach mindestens einem der vorherge- 
— hendeh""Ansprucher dadurch'gekennzeichnet, daB die 

Transponder (2) mittels Zwischenstegen (15) zu einem 45 
endlosen Folienband (21) verbunden sind. 

12. Verfahren nach mindestens einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Transponder (2) mindestens einseitig mil Druckfarfoe 
(17) beschichtet wird. 50 

13. Verfahren nach mindestens einem der vorheige- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Transponder (2) mindestens auf einer Seite (9; 22) min- 
destens partiell mit einer thermodruckfahigen Schicht 
versehen wird. 55 

14. Kontaktloser Transponder, bestehend aus einer in 
einem thermoplastischen Korper angeordneten elektri- 
schen Zusammenschaltung von elektronischen Bautei- 
len in Form von Halbleiterchip (3) und Antenne (5), 
wobei die Zusammenschaltung gegebenenfalls Verbin- 60 
dungsleitungen (7) und/oder weitere Zusatzbauele- 
mente (4) wie Kondensatoren und deigleichen enth^t, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

- der thermoplastische K(3rper aus einer einteili- 
gen thermoplastischen Folie (1) besteht, 65 

- das Halbleiterchip (3) und gegebenenfalls Zu- 
satzbauelemente (4) von einer Rachenseite der 
Folie (1) her in je eine in der Folie (1) voigeformte 



Kavitat (8) volistandig eingesetzt sind und 
- die Antenne (5) und Verbindungsleitungcn (7) 
mindestens von einer Flachenseite der Folie (1) 
her in die thermoplastische Folie (1) eingepreBt 
sind. 

15. Transponder nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die elektronischen Bauelemente (3; 4) 
mit einem lichthartenden Kleber (10) in der Kavitat (8) 
befestigt sind. 

16. Transponder nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens das 
Halbleiterchip (3) in der Kavitat (8) seitlich volistandig 
von elektrisch isolierendem GieBharz (11) umgeben ist. 

17. Transponder nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, dafi mindestens die 
aus der KavitSt (8) zeigende Oberflache (13) des Halb- 
leiterchips (3) volistandig durch elektrisch isoheren- 
des, ausgeharietes GieBharz (11) abgedeckt ist. 

18. Transponder nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dafi die Folie (1) 
mindestens zweifarbig ausgefiihrt ist. 
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